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1. Ergebnisse der ProduktschweifSmontage

2. Komponentenliste

MName Label Number Mote
1 104 monolithic capaciter C1,€9,C10,C17 4 No polarity
2 DIP E-capacitar luF cacr 2
3 DIP E-capaciter 10aF C3.C6 2
4 DIP E-capacitor 4 TuF €4,C5 2
5 Smm Red DIF LED DS 1 Sis————
and dha -
6 Smm Green DIP LED D4 1
T Smm Blue DIPLED D3 D2 D1 3
8 Harizontal side key witch K1, K2 K3 3
9 Black bunon cap K1, K2, K3 3
10 3 Smm audio socket Pl 1
11 MIE Bluetosth sudio module P4 1
12 DIP resistor 12K R1, R7 2
13 DIP resistor 3300 R3 1 E i
14 DIP sesistor 10K R4, RS 2 PP
15 DIP resister 33K RE& 1
16 Dial poventiometer 506 (503) RP1 1
17 Bluafrwhite potentiometer 10K RP2 .
(103)
18 Honzontal self-locking switch 51 1
19 Red self-locking switch cap g1 1
20 HT6872 Shi_lbmpww ™ .
amplifier chip

21 KA22EI LED level deiver chip uz2 1
22 ACEW audio speaker + wire 1
23 Single head USB power cord 1
24 Double head audio cable 1
25 PCB 1
26 Shell&screw bag 1 Dptional
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3. Komponentenverteilungsdiagramm
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4. Schaltplan
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6. Einzelheiten zum PCB- Schweilverfahren

Achten Sie beim Loten von Bauteilen bitte auf die Siebdruckinformationen auf der Leiterplatte , das
entsprechende Loten reicht aus . Die mit Anschliissen versehene Komponente kann zum
Umkehrl6ten nach aulen geklappt werden , wie in der folgenden Abbildung dargestellt .
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Die Schweifreihenfolge der Komponenten verlduft von niedrig nach hoch, beginnend mit dem
niedrigeren Widerstand (der Widerstand hat keine Polaritét ). Achten Sie auf den Widerstandswert ,
der der Siebdruckmarkierung zum Schweilen entspricht .



Beim Loten des M 18- Bluetooth- Audiomoduls , wie in der folgenden Abbildung gezeigt, 16ten Sie
zuerst die Patch- Komponente auf eines der Pads auf der Leiterplatte und klemmen Sie dann die
Patch- Komponente zum Schweillen fest




Loten Sie den Chip des Audio- Leistungsverstarkers HT6872 und achten Sie dabei auf die
Chippunkte , die dem Siebdruckmuster entsprechen , wie in der Abbildung unten gezeigt .

:_Jﬁ@- :

»
T
0

s
i a3
L}

i
i i
=
r i
— K
"o - a '




Loten Sie die 3,5-mm- Audiobuchse wie in der Abbildung unten gezeigt .

Achten Sie beim Loten des KA2284- Level- Treiberchips auf die fehlende Ecke des Chips, die dem
Siebdruckmuster entspricht , wie in der Abbildung unten gezeigt .




Achten Sie beim Loten von 1uF-, 10uF- und 470uF - Inline- Elektrolytkondensatoren (die Stiftlange
ist positiv und der Kurzschluss ist negativ) auf den auf dem entsprechenden Siebdruck markierten
Kapazitdatswert , wie in der Abbildung unten dargestellt .
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Horizontaler selbstsperrender Schweiflschalter , wie in der Abbildung unten gezeigt .
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Anleitung zur Shell- Installation

Bevor Sie das Gehduse installieren , schalten Sie es bitte ein (DC5V) , um die Audiofunktion zu
testen und sicherzustellen , dass die Schweifung korrekt ist . Ziehen Sie die Schutzfolie auf beiden
Seiten der Acrylschale ab .




Befestigen Sie den Lautsprecher mit M3- Schrauben und Muttern an der Vorderschale . Achten Sie
auf die Position des Knopfknopflochs , wie in der Abbildung unten gezeigt .




Installieren Sie die linke und rechte Seitenschale und befestigen Sie sie mit M2- Schrauben und
Muttern, wie in der Abbildung unten gezeigt .
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Ziehen Sie abschlieBend das Netzkabel aus dem Bajonett der unteren Schale , montieren Sie die

obere und hintere Schale und befestigen Sie sie mit Schrauben und Muttern, wie in der Abbildung
unten gezeigt .

Die Beschreibung der Schliisselfunktionen ist in der folgenden Abbildung dargestellt :
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